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Square 파형에 따른 Current density가 Ag 도금 층의 물성에 마치는 영향

정대희a*

최근 전자산업은 고정밀화 및 고성능화되는 속도가 급증하고 있으며, 이러한 산업환경에 능동적으로 대처

하기 위하여 다양한 소재나 제조 공법을 이용하고 있다. 이런 산업적 요구는 기존 모노소재를 적용하기에 기

술적으로 한계에 직면하여 복합소재나 특수한 제조공법을 확대 적용하고 있는 실정이다.

본 연구대상인 고효율용 LED lead frame의 경우 순간적인 고전압을 이용하기 때문에 기존 lead frame 보

다 발열이 심하여 LED 소자 고장을 일으키는 원인으로 작용하고 있다. 따라서 본 연구대상 부품인 lead 

frame의 도금층은 방열을 위한 치밀화된 조직과 표면거칠기 등의 제어가 필수적이며, 이를 위하여 기존 DC 

도금에서 탈피한 pulse 도금 공정을 이용하였다. 본 공정 중에서는 square 파형 변화에 따른 peak current 

density가 Ag 도금 층의 조직 및 거칠기, 두께 등에 미치는 영향을 연구하였고, 이에 따라 변화되는 전기전도

도의 영향을 연구하였다.
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